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Titelbild
Lötdrähte aus der ISO-Core ‚Clear‘ Serie – Löttechnik für 
höchste Ansprüche, Hochqualifizierte Lötdrähte für Hand- 
und Automatenlötungen mit Vorteilen die überzeugen:
• glasklare Flussmittelrückstände
• spritzfreies Löten
• thermisch stabil
• optimale Benetzungseigenschaften

Kombiniert mit den Vorteilen der ECO-TIN-Qualität:
• aus fairen umweltschonenden Rohstoffen gefertigt
• unter Einhaltung europäischer Sicherheitsstandards.

Gewinnen Sie einen E-Scooter  
bei unserem Jubiläumsgewinnspiel.
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